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Girig

Modern diinyada kullanilan akilli telefonlar, bilgisayarlar, otomobiller, tibbi cihazlar ve
haberlesme sistemleri mikroc¢ip teknolojisine dayanmaktadir. Mikrogipler, ¢cok kii¢iik bir
silikon parcasi iizerine yerlestirilen milyonlarca hatta milyarlarca elektronik devreden
olusur.

Mikrogip Tanimi

Mikrocip veya entegre devre, yari iletken malzeme olan silikon iizerine iiretilen elektronik
bilesenler biitiintidiir. igerisinde transistérler, baglant1 yollari, kapasitérler ve mantik
devreleri bulunur.

Akill Telefonlarda Cipler

Bir akilli telefonda genellikle 10 ila 25 arasinda ana ¢ip bulunur. Baslicalar1 sunlardir:
- SoC (ana islemci)

- RAM

- NAND depolama

- Modem ¢ipi

- Wi-Fi/Bluetooth cipi

- Gli¢ yonetim ¢ipi

- Kamera goriinti islemcisi

- Sensor ¢ipleri

Bir Cipteki Devre Sayisi

Modern bir islemci ¢ipinde 10 milyar ile 30 milyar arasinda transistér bulunabilir. Her
transistor bir elektronik anahtar gibi davranir. Bu yapilarin birlesmesiyle islem birimleri
olusur.



Uretim Malzemesi ve Wafer

Uretim yiiksek saflikta silikon kristalinden baglar. Silikon silindirler kesilerek wafer ad1
verilen ince diskler elde edilir. Tek bir wafer tizerinde yiizlerce ¢ip ayni anda tretilir.

Fotolitografi Siireci

Wafer ylizeyine foto-duyarli kaplama stiriiliir. Devre desenleri iceren maskeler yardimiyla
ultraviyole 151k wafer iizerine yansitilir. Boylece nanometre 6lgeginde desenler olusturulur.

Kimyasal Kazima ve Atom Yerlestirme

Isik sonrasi belirli bolgeler kimyasal olarak kazinir. Daha sonra iyon implantasyonu ile bor
veya fosfor gibi atomlar silikon i¢ine yerlestirilir. Boylece iletken ve yar1 iletken bolgeler
elde edilir.

Katmanl Yapi ve Kisa Devre Onleme

Cipler tek katman degildir. Alt katmanda transistorler, ist katmanlarda metal baglantilar
bulunur. Katmanlar arasinda silikon dioksit gibi yalitkan maddeler yer alir. Boylece devreler
birbirine temas etmeden c¢alisir.

Metal Hatlar ve Via Yapilari

Baglantilar ¢ok katmanli metal yollarla yapilir. Farkli yonlerde giden hatlar farkh
katmanlarda bulunur. Katmanlar arasi baglanti icin via ad1 verilen dikey baglantilar
kullanilir.

Temiz Oda Uretimi

Uretim tesisleri clean room adi verilen ultra temiz ortamlardir. Toz zerresi bile devreyi
bozabilecegi i¢in sicaklik, nem ve hava akisi siki sekilde kontrol edilir.

Transistoriin Tanimi

Transistor, elektrik akimini kontrol eden yari iletken anahtardir. Modern ciplerde
cogunlukla MOSFET transistorler kullanilir.

MOSFET Yapisi

MOSFET {i¢ ana terminalden olusur:
- Source

- Drain

- Gate



Gate ucuna voltaj uygulandiginda source ile drain arasinda iletim kanali olusur.

Transistoriin Calismasi

Gate gerilimi yoksa akim akmaz (0). Gate gerilimi varsa kanal acilir ve akim akar (1).
Boylece sayisal elektronik sistemlerin temeli olusur.

Mantik Kapilari ve islemciler

AND, OR, NOT gibi mantik kapilari ¢ok sayida transistoriin birlesmesiyle olusur. Bu kapilar
bir araya gelerek islemciler, grafik birimleri ve hafiza devrelerini meydana getirir.

Nanometre Teknolojisi

Modern iiretim siirecleri 3 nm, 4 nm ve 5 nm dl¢eklerine ulagmustir. insan sag telinin
kalinlig1 yaklasik 70.000 nm'’dir. Bu nedenle transistor yapilari sag telinden on binlerce kat
kuciiktiir.

Telefon islemcisi i¢ Yapisi

Tek bir SoC igerisinde CPU cekirdekleri, GPU, NPU (yapay zeka birimi), goriintii islemci,
glivenlik modiilii ve 6nbellek hafizalari bulunabilir.

Sonug¢

Mikrocip tlretimi fizik, kimya, malzeme bilimi ve elektronik miihendisliginin birlestigi ileri
teknoloji alanidir. Milyarlarca transistoriin ayni ¢ip tizerinde glivenilir bicimde calismasi
modern dijital ¢cagin temelini olusturmaktadir.



